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f EP0083265A) A flexible square dielectric sheet (7) having a small square central hole 20) 
fS Tit ffeauiDoed on one surface with a first series of contacts (2) extending almost to 
hP edSes of the hole On the other surface a second series of contacts is deposited around 
the pe?l?SeTan5 each contact is connected by a plated through hole (4) to a contact (2) of 

?hJH.f SIS- of olated through holes (4) are approximately in line with the positioning holes 
I 6 S Jr nST'he fou co mS he sheet. The reverse side of the sheet thus incorporates a 
reaion of Iw^wrvSShTd?) between the ends of the second series of contacts and the 
%°e ol S 2 le 0) W Also ( provided is a system of ^^^^^Sso^s 
n»rUanp and a PCB with such a support interposed. Each contact ot the Tirsx series oi nuies> 
^connec?^ J on o^put of the integrated circuit whereas those of the second senes are 
connected to a corresponding contact of the PC3, 
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© Support d'interconnexion d'un boftier de circuit tntegre sur un circuit Imprime, et systeme d'interconnexion utilisant un 
tel support. 



RjG_ 1 



sj; La presents invention concerne un support d'intercon- 
nexion d'un Dottier de circuit integr6 sur un circuit imprime, 
ainsi qu'un systeme d'interconnexion utiiisant ledit support. 
Selon {'invention, le support comporte un dtelectrique 
souple (7) en forme de couronne percee d'une ouverture 
centrale (20) et munie sur Tune de ses faces d'une premiere 
serie de contacts (2) s'etendant sensiblement jusqu'au bord 
de i'ouverture centrale et sur l'autre de ses faces d'une 
deuxieme serie de contacts (33) relies respectivement a Tun 
des contacts (2) de la premiere serie, dispose sensiblement a 
la peripheric de la couronne. 

Lors de Interconnexion du bottier sur le circuit imprime 
par I'intermediaire de ce support, on evite ainsi les arrache- 
ments des brasures tors de la dilatation thermique de 
I'ensemble. 
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SUPPORT D'INTERCONNEXION D'UN BOITIER DE 
CIRCUIT INTEGRE SUR UN CIRCUIT IMPRIME 
ET SYSTEME D'INTERCONNEXION UTILISANT 

UN TEL SUPPORT 



La presente invention concerne ^interconnexion des boitiers de 
circuit integre du type connu sous ^appellation anglo-saxonne "chip- 
carrier" sur un circuit imprime. 

Les puces constituant les circuits integres a grande echelle 

5 sont generalement rnises dans des boitiers cornportant une embase 
en ceramique revetue de contacts electriques serigraphies auxquels 
les contacts de sortie de la puce sont relies generalement par 
thermo-compression. Ces boitiers de circuit integre sont genera- 
lement appeles dans la terminologie angio-saxonne "chip-carrier", 

10 terme qui sera utilise dans toute la suite de la presente description. 

La ceramique constituant ces chip-carriers possede un tres 
faible coefficient de dilatation thermique et plus generalement une 
tres bonne tenue en temperature qui justifie son utilisation dans ce 
type d 1 application. Ces chip-carriers sont destines a Timplantation 

15 sur des cartes de circuits Imprimes multi-couches faisant eux- 
memes partis d'appareils electroniques. Actuellement, l'intercon- 
nexion entre le chip-carrier et le circuit imprime se fait soit par 
Pintermediaire de connecteurs, soit par l'intermediaire d'embases 
particulierement adaptees. Ces "chip-carriers" ne peuvent etre bra- 

20 ses directement sur les circuits imprimes car ceux-ci possedent un 
coefficient de dilatation thermique nettement plus eleve que celui 
de la ceramique, ce qui provoque au cours des cycles thermiques 
subis par la carte imprimee, un arrachement au niveau des contacts 
^interconnexion du chip-carrier et du circuit imprime. II n'existe 

25 done pas a Pheure actuelle de rnoyens simpJes et economiques 
permettant de relier un chip-carrier a un circuit imprime sans risque 



0083265 



2 

d'arrachement au niveau des joints de brasure d'inter connexion entre 
Jes deux. 

Le support ^interconnexion selon l'invention permet de resou- 
dre simpJement le probleme pose* Dans ce but, il est caracterise en 

5 ce qu'il est constitue par un dielectrique souple ayant la forme d'une 
couronne percee d'une ouverture centrale et munie sur Tune de ses 
faces d'une premiere serie de contacts electriques, chaque contact 
s'etendant sensiblement jusqu'au bord de 1'ouverture centrale, et sur 
1'autre de ses faces d ! une deuxieme serie de contacts, chacun d'entre 

10 eux etant relie a Tun des contacts de la premiere serie, et dispose 
sensiblement a la peripherie de la couronne de maniere a laisser une 
surface libre entre chaque contact de la deuxieme serie et le bord 
de 1'ouverture. En brasant respectivement le chip-carrier sur la 
premiere serie de contacts et le circuit imprime sur la deuxieme 

15 serie de contacts, on laisse ainsi un espace libre sous le chip-carrier, 
cet espace permettant au support ^interconnexion selon l'invention 
d'absorber les contraintes thermo-mecaniques engendrees par les 
differences de dilatation thermique entre le chip-carrier et le 
circuit imprime et eviter ainsi l'arrachement des connexions elec- 

20 triques* 

Afin rfameliorer encore les resultats .obtenus avec ce support 
d T interconnexion, celui-ci comportera de preference une pluralite de 
fentes s'etendant de Touverture centrale sensiblement jusqu'a la 
deuxieme serie de contacts- 

25 L'invention concerne egalement un systeme d f interconnexion 

d ! un chip-carrier sur un circuit imprime utilisant un support tel que 
decrit ci-dessus* Ce systeme est caracterise en ce que Von interpose 
entre le boTtier et le circuit imprime ledit support, chaque contact 
de la premiere serie etant relie a l'un des contacts du chip-carrier, 

30 tandis que chaque contact de la deuxieme serie est relie a l'un des 
contacts du circuit imprime, la distance, dans une section perpen- 
diculaire a 1'ensemble du systeme, entre les bords de l'ouverture (dj) 
etant inferieure a celle entre les contacts opposes de la deuxieme 
serie (d. ) de maniere a menager un espace libre de largeur (d 5 ) entre 
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le dielectrique souple (7) et Je circuit imprime (38) permettant ainsi 
d'absorber sans endommagement des contacts (2, 33, 35, les 
dilatations thermiques differentes du boTtier (36) et du circuit 
imprime (38). Un tel systeme d ! inter connexion permet en particulier 

5 d'augmenter considerablement Ja densite des chip-carriers sur le 
circuit imprime* En effet, le circuit imprime est un circuit tout a 
fait habituel, et peut posseder des trous metallises d'interconnexion 
entre les differentes couches disposees sous le chip-carrier. De 
cette maniere, on peut ainsi mettre cote a c6te plusieurs chip- 

10 carriers sans etre oblige de les separer par des rangees de trous 
metallises ^interconnexion. 

Par ailleurs, le systeme d'inter connexion selon Tinvention est 
egalement remarquable en ce que le support d'inter connexion com- 
porte des moyens de positionnement qui cooperent avec des moyens 

15 de positionnement complementaires disposes sur le circuit, permet- 
tant brasure simultanee du boxtier sur le support et du support sur 
le circuit. 

L'invention sera mieux comprise a Taide des exemples de 
xApJisation suivants, donnes a titre non limitatif , conjointement avec 
20 tes figures qui representent : 

- la figure 1, une vue de dessus du .support ^interconnexion 
selon l'invention, 

- la figure 2, une vue de dessous du support d f interconnexion 
selon Tinvention, 

25 - la figure 3, une vue d'un systeme ^interconnexion selon 

l'invention, 

- la figure 4, une variante de realisation de la figure 3. 

Sur la figure 1, est represente un support ^interconnexion (1) 
selon l'invention. Ce support d'inter connexion a ici la forme d'un 
30 carre de cotes 50, 51, 52 et 53. II est constitue par un dielectrique 
souple 7 qui possede une ouverture centrale 20 ayant elle-meme la 
forme cfun carre de cotes 21, 22, 23 et 24. Des fentes 8, 9, 10 et 11 
disposees sensiblement le long des diagonales de ce carre s'etendent 
depuis 1'ouverture centraJe 20 jusqu'a proximite de Pextremite des 
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contacts electriques 2, Ces fentes se terminent respective™ ent par 
des parties circulaires 12, 13, 14 et 15 evitant au support 1 de se 
dechirer en cas de deformation, Le support 1 est revStu sur sa face 
superieure representee sur la figure 1 d'une pluralite de contacts 
electriques 2, ces contacts etant dans le cas de la presente figure au 
nombre de 16, c'est-a-dire quatre contacts le long de chaque bord de 
l T ouverture 20. Ces contacts electriques 2 comportent une partie 6 
disposee a proximite du bord correspondant de l'ouverture 20, 
prolongee par une partie de plus faible largeur 5, se terminant par 
une partie plus large 3, sensiblement de m§me largeur que celle de 
la partie 6. Cette partie 3 est disposee non loin du bord corres- 
pondant 51 du support K Elle comporte une partie *f representant un 
trou metallise pour Tinter connexion de ce contact electrique 2 avec 
un contact electrique correspondant 33 (figure 2). Aux quatre coins 
du support, sont disposes quatre trous de centrage 16, 17, 18, 19 
permettant de positionner correcternent le support sur le circuit 
imprjme avant Poperation de brasure. On a egalement represente en 
pointilles sur cette figure le contour exterieur du chip-carrier, 
materialise par ses cotes 25, 26, 27 et 28. La largeur de I'ouverture 
carree 20 est egale a dj, la distance entre deux contacts 2 en vis-a- 
vis Tun de 1'autre est egale a d^* la dimension exterieure du chip- 
carrier est egale a dy tandis que la distance entre les parties 
arrieres 3 des contacts 2, entre deux contacts en vis-a-vis, est egale 
a d^. La distance separant le bord de l'ouverture 20 et Fextrernite 
d l une rangee de contacts cFextremite 3 est egale a d^. 

Sur la figure 2, est represente le verso du support illustre sur 
la figure 1, les memes elements portant les memes references. Une 
pluralite de contacts 33 formant une deuxieme serie de contacts 
electriques^ est disposee sensiblement a la peripherie du support 1. 
Chacun de ces contacts 33 est relie via le trou metallise 4 a Tun des 
contacts 2 de la face superieure- L'ensemble des trous metallises 4 
est sensiblement aligne avec les trous de positionnement tels que 16 
et 17 disposes sur les bords du support 1. Ainsi qu*on peut le 
remarquer sur la figure 2, le verso du support 1 comporte done une 
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partie de largeur entre l'extremite des contacts tels que 33 et le 
bord correspondant de 1'ouverture 20 est une zone sans contact 
electrique dans laquelle le dielectrique du support est rnis a nu. 

La figure 3 permet de rnieux comprendre Tutilisation du 

5 support d'interconnexion selon JUnvention telle que representee sur 
les figures 1 et 2. Sur cette figure 3, ies memes elements que ceux 
des figures precedentes portent les memes references. Cette figure 
3 represente une vue en coupe d ! un chip-carrier 36 interconnects a 
Paide du support 1 a un circuit imprime multi-couches 38, cette vue 

10 en coupe etant effectuee le long de l'axe AA des figures prece- 
dentes. Les contacts exterieurs 35, par exemple serigraphies, du 
chip-carrier 36 sont relies par I'intermediaire des plots de brasures 
34 aux contacts electriques 2. Ceux-ci sont relies par J'intermediaire 
du trou metallise 4 aux contacts electriques 33 situes au verso du 

15 support dielectrique 7. Ces contacts metallises 33 sont eux-memes 
i tiles par 1'intermediaire des plots de brasures aux contacts elec- 
triques tels que 39 et 44 du circuit imprime multi-couches 38. Celui- 
ci possede une pluralite de couches conductrices, representees par 
ut^T traits hachures sur la figure, separees par des couches dielec- 

20 triques isolantes, lesdites couches conductrices etant reliees entre 
elles par I'intermediaire de trous metallises tels que 41, 43 et 45. 
L'interconnexion du chip-carrier 36 sur le circuit imprime multi- 
couches 38 s'effectuant apres la realisation dudit circuit imprime 
multi-couches 38, celui-ci peut done comporter des trous metallises 

25 ^interconnexion tels que 41 et 43 situes sous 1 edit chip-carrier 36, 
dest-a-dire a l'interieur de la surface delimitee par les contacts 
electriques tels que 33. Ceci permet en particulier d ! augmenter 
considerablement la densite des circuits du type chip-carrier sur les 
circuits imprimes puisque les interconnexions entre les contacts tels 

30 que 35 et les differentes couches metalliques du circuit imprime 
multi-couches s'effectuent a I'interieur de cette surface delimitee 
par la distance d^. 11 est done possible de juxtaposer ces systemes 
sans laisser d'espace entre deux chip-carriers consecutifs. Une telle 
solution ne serait pas possible si le support d'interconnexion tel que 
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represente sur la figure avait ete realise directement sur le circuit 
imprime apres realisation de celui-ci (voir demande frangaise N° 
80 15 493). En effet, dans l'exemple decrit dans ce brevet, la 
presence de trous metallises entre les contacts tels que 33 n'est pas 

5 possible compte tenu du fait que le contact electrique serait alors 
supprirne au cours de la realisation du circuit. 

Le fonctionnement du systeme d'interconnexion selon 1'inven- 
tion est aise a comprendre d'apres la figure 3. Le support dUnter con- 
nexion 1 est positionne sur le circuit imprime multi-couches 38, par 

10 exemple en enfilant le support ^interconnexion 1 sur des ergots (au 
moins deux) prealablement positionnes sur le circuit imprime 38, a 
1'aide des trous de positionnement 16, 17, 18, 19 qui permettent de 
disposer exactement les contacts 33 au-dessus des contacts corres- 
pondants du circuit imprime 38, (II est a noter que le positionnement 

15 relatif du support d'interconnexion et du circuit imprime peut 
egalement etre realise en effectuant des protuberances ou defor- 
mations, de forme quelconque dans le support d'interconnexion lui- 
merne. Ces protuberances peuvent resulter par exemple, d ! une 
deformation a chaud du support d'interconnexion ou d'un pergage 

20 avec deformation sur un cote du trou). Par ailleurs, le chip-carrier 
36 est dispose sur le dessus du support d'interconnexion i. L'en- 
semble des contacts electriques est alors brase par exemple en 
phase vapeur en amenant la temperature de l'ensemble du systeme a 
la temperature de fusion de la brasure prealablement disposee aux 

25 endroits adequats (34 et 37). C'est un avantage particulierement 
important de Tinvention que de permettre d'utiliser la meme nature 
de brasure aux endroits 34 et 37, puisque la brasure du chip-carrier 
sur le support ^interconnexion 1 et la brasure de ce dernier sur le 
circuit imprime 38 peuvent etre realisees simultanement, done a la 

30 meme temperature. 

II est aise de comprendre que le support 7 n'etant pas solidaire 
du circuit imprime 38, un espace 20 existe entre le chip-carrier 36 
et le circuit imprime 38, ledit espace permettant la dilatation dans 
une large plage de temperature du circuit Imprime sans risque 

35 d'arrachement des brasures , notamment aux points 34 et 37. 
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A titre non limitatif, et pour un chip-carrier de dimension d~ 
egale a 7,62 mm, on a realise un support 1 en film polyimide de 
50 microns d'epaisseur recouvert de contacts eJectriques 2 en cui- 
vre, dans lequel une ouverture centrale 20 de Jargeur d^ egale a 4,5 
mm avait ete realisee. Les dimensions exterieures du support 1 

etaient celles d ! un carre de 14,5 mm de cote, Les fentes diagonales 
telles que 8 avaient une longueur de 1'ordre de 4 mm et se 
terminaient par une partie circulaire de 0,8 millimetre de diametre. 
La distance d^ entre les contacts 33 de la face inferieure etait de 
Tordre de 11 mm, laissant ainsi une distance d^ libre de contacts 
electriques d ! une largeur de l ! ordre de 3 mm. Apres avoir brase 

simultanement en phase vapeur un chip-carrier, un support d'inter- 
connexion selon ^invention et une carte de circuit imprime, on a fait 
subir a Tensemble 500 cycles thermiques. Au cours de chacun d'eux, 
l'ensemble est porte pendant 30 mn a - 55 °C puis pendant 30 mn a 
+ JLe passage de - 55°C a + 125°C et vice-versa (transfert 

d ! une etuve a J ! autre) doit se faire en moins de 2 mn, Apres 500 
cycles, on n'a constate aucune degradation des differentes inter- 
r-nnnexions. 

Ii est a noter par ailleurs qu'afin d'ameliorer encore les 
possibilites de tenue en temperature du dispositif 1, on peut, par 
exernple, realiser les contacts tels que 2 avec une partie 5 en forme 
de V, c'est-a-dire possedant deux branches faisant entre elles un 
angle superieur ou egal a environ 120°. 

Sur la figure 4, est representee une variante de realisation de 
la figure 3, plus specialement applicable dans le cas ou le probleme 

thermique est important* Sur cette figure, les memes elements que 
ceux des figures precedentes portent les memes references. La 
carte imprirnee 38 utilisee ici est constitute d'un drain thermique 61 
revetu d'un circuit imprime mince 60 dans lequel on a pratique une 
ouverture 63 sous le "chip-carrier" 36. Cette ouverture 63 a une 
largeur inferieure ou egale a la largeur dj du support d'intercon- 
nexion 1. Une pate thermiquement conductrice 62 est introduite 
dans cette ouverture 63 jusque sous le chip-carrier 36, sur une 
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epaisseur e. Cette p&te peut Stre par exemple une pSte de silicones 
polymerises, charges de particules thermiquement conductrices. Ce 
joint thermique coopere avec le support de lUnvention et ameliore * 
encore les performances du systeme ^interconnexion de Tinvention. 
Cette solution est particulierement interessante lorsque Ja resis- 
tance thermique de ce joint est la plus faible possible, c'est-a-dire 
I'epaisseur e la plus faible possible. En pratique, on a constate qu'une 
epaisseur e de Pordre de 0,5 mm donnait entierement satisfaction. 

II est a noter que Pidee mere de Pinvention est basee sur la 
fait que les brasures 34 et 37 sont separees d'une distance de Pordre 
de d^ (voir figure 3). II est bien entendu que les contacts electriques 
tels que 2 peuvent ne pas s'etendre jusqu'a Pouverture 20, que celle- 
ci peut etre de dimension beaucoup plus petite que la distance 
entre deux contacts 2 en vis-a-vis, que les contacts tels que 33 

peuvent s'etendre egalernent jusqu'a proxirnite de Pouverture 20, 
etc.~, ces variantes faisant partie de Pinvention. 
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REVINDICATIONS 



1. Support d'inter connexion d ! un boitier (36) de circuit integre 
sur un circuit imprime (38), caracterise en ce que ledit support (1) 
est const itue d'un dielectrique souple (7) forme d f une couronne 
percee d'une ouverture centrale (20) et munie sur I'une de ses faces 

5 d'une premiere serie de contacts electriques (2), chaque contact 
s'etendant sensiblement jusqu'au bord de 1'ouverture centrale et sur 
Pautre de ses faces cPune deuxieme serie de contacts electriques 
(33), chacun rfentre eux etant relie a Pun des contacts (2) de 
premiere serie, et dispose sensiblement a la peripherie de la 

10 couronne, de rnaniere a laisser un espace libre (d^) entre chaque 
contact (33) de la deuxieme serie et le bord de 1'ouverture centrale . 
(20). 

2. Support d'inter connexion selon la revendication 1, caracte- 
rise en ce qu'il comporte une pluralite de fentes (8, 9, 10, 11) 

15 $*etendant de 1'ouverture centrale (20) sensiblement jusqu'a la 
deuxieme serie de contacts (33). 

3. Support d'interconnexion selon 1'une des revendications 1 ou 

2, caracterise en ce que le support (1) est rectangulaire et comporte 
quatre fentes (8, 9, 10, 11) disposees le long des diagonales. 

20 4. Support d'interconnexion selon I'une des revendications 1 a 

3, caracterise en ce que le support (1) est un dielectrique souple, 
chaque fente (8, 9, 10, 11) se terminant par une partie arrondie (12, 
13, 14, 15), plus large que la fente, evitant les dechirures du support. 

5. Systeme ^interconnexion d'un border (36) de circuit integre 
25 sur un circuit imprime (38), caracterise en ce que Ton interpose 
entre le border (36) et le circuit imprime (38) un support d'inter- 
connexion (1) conforme a Tune des revendications precedentes, 
chaque contact (2) de la premiere serie etant relie a un contact de 
sortie (35) du boitier du circuit integre, tandis que chaque contact 
30 (35) de la deuxieme serie est relie a un contact correspondant (39, 



0083265 



10 



44) du circuit imprime, la distance (dj), dans une section perpendi- 
culaire a Tensemble du systeme, entre les bords de Pouverture (20) 
etant inferieure a celle (d^) entre les contacts opposes (33) de la 
deuxierne serie, de maniere a menager un espace libre (d^) entre le 
5 dielectrique souple (7) et le circuit imprime (38) permettant d'ab- 
sorber sans endommagements des contacts (2, 33, 35, 44) les 
dilatations thermiques differentes du boitier (36) et du circuit 
imprime (38). 

6, Systeme ^interconnexion selon la revendication 5, caracte- 
10 rise en ce que le circuit imprime (38) comporte des trous metallises 
d f inter connexion (41, 43) disposes a Pinterieur de la zone delimitee 
par les contacts (33) de la deuxierne serie, le dielectrique souple (7) 
isolant, separant dans tous les cas les trous metallises de Pembase 
du circuit integre. 

15 7. Systeme ^interconnexion selon Tune des revendications 5 ou 

6, caracterise en ce que le circuit (38) comporte un circuit imprime 
mince (60) assemble avec un drain thermique (61), le circuit imprime 
mince (60) comportant une ouverture (63) disposee sous le boitier 
(36), Pespace situe entre la partie inferieure du boitier (36) et le 

20 drain thermique (61) etant rempli de pate thermiquement conduc- 
trice (62) au niveau de Pouverture (63). 

8. Systeme ^interconnexion selon Tune des revendications 5 a 

7, caracterise en ce que le support ^interconnexion (1) comporte des 
moyens de positionnement qui cooperent avec des moyens de posi- 

25 tionnement complementaires disposes sur le circuit (38), permettant 
la brasure simultanee du boitier sur le support (1) et du support (1) 
sur le circuit (38). 
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